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Solder Paste No-Clean SAC305 in 10cc Syringe 35g T5 Mesh 

 
 
 
Product Highlights 
Printing speeds up to 100mm/sec 
Long stencil life 
Wide process window 
Clear residue 
Low voiding 
Excellent wetting compatibility on most board finishes 
Dispense grade 
Compatible with enclosed print heads 
Passes BONO test @1.56% 
RoHS II and REACH compliant 
 
 
Specifications 
Alloy:    Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 
Mesh Size:   T5 
Micron (µm) Range:  15-25 
Flux Type:   Synthetic No-Clean 
Flux Classification:  REL0 
Metal Load:   86% Metal by Weight 
Melting Point:   217-220°C (423-428°F) 
Packaging:   10cc/35g Syringe 
Shelf Life:   Refrigerated >6 months, Unrefrigerated >2 months 
 
 
Printer Operation 
Print Speed: 25-100mm/sec 
Squeegee Pressure: 70-250g/cm of blade 
Under Stencil Wipe: Once every 10-25 prints, or as necessary  
 
 
Stencil Life 
>8 hours @ 20-50% RH 22-28°C (72-82°F) 
>4 hours @ 50-70% RH 22-28°C (72-82°F) 
 
 
Stencil Cleaning 
Automated stencil cleaning systems for both stencil and misprinted boards. Manual cleaning using isopropyl alcohol (IPA). 
 
 
Storage and Handling 
Refrigerate at 3-8°C (37-46°F). Do not freeze. Allow 4 hours for solder paste to reach an operating temperature of 20-25°C 
(68-77°F) before use. 
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Recommended Profile 
Reflow profile for Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 solder assembly, designed as a starting point for process optimization. 
 
 

 
 
 
Test Results 
Test J-STD-004 or other 
requirements as stated 

Test Requirement Result 

Copper Mirror IPC-TM-650: 2.3.32 L: No breakthrough 
Corrosion IPC-TM-650: 2.6.15 L: No corrosion 
Quantitative Halides IPC-TM-650: 2.3.28.1 L: <0.5% 
Electrochemical Migration IPC-TM-650: 2.6.14.1 L: <1 decade drop (No-clean) 
Surface Insulation Resistance 85°C, 
85% RH @ 168 Hours 

IPC-TM-650: 2.6.3.7 L: ≥100MΩ (No-clean) 

Tack Value IPC-TM-650: 2.4.44 64g 
Viscosity – Malcom @ 10 RPM/25°C 
(x103mPa/s) 

IPC-TM-650: 2.4.34.4 Print: 155-215, Dispense: 125-170 

Visual IPC-TM-650: 3.4.2.5 Clear and free from precipitation 
Conflict Minerals Compliance Electronic Industry Citizenship 

Coalition (EICC) 
Compliant 

REACH Compliance Articles 33 and 67 of Regulation (EC) 
No 1907/2006 

Contains no substance >0.1% w/w that 
is listed as a SVHC or restricted for 
use in solder materials 

 
 
 
Conforms to the following Industry Standards: 
J-STD-004B, Amendment 1 (Solder Fluxes):      Yes 
J-STD-005A (Solder Pastes):        Yes 
J-STD-006C, Amendments 1 & 2 (Solder Alloys and Fluxed/Non-Fluxed Solders): Yes 
RoHS 2 Directive 2011/65/EU:        Yes 
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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